
Application Note
TPIC7218-Q1 热设计注意事项和解决方案

摘要

本应用手册介绍了一种在真实的 ABS 环境中预测 TPIC7218-Q1 热响应的方法。所介绍的方法为系统和硬件工程

师提供了一种清晰且富有洞察力的方法，用以分析在 PCB 制造之前充分冷却 TPIC7218-Q1 的系统。所介绍的理

念说明了如何将 ABS 事件期间的电气行为转换为对热分析有用的格式。然后，使用生成的功率配置以及系统硬件

配置来估算结温。最后，结温和 PCB 温度数据可让您了解系统可能的热性能。
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1 引言

随着汽车系统不断优化以降低成本和缩小尺寸，功率密度总是会增加。保持半导体效率恒定，功率越大，结温越

高。结温超过指定限值会降低系统可靠性并缩短模块寿命。为了避免出现此类问题和代价高昂的系统重新设计，
早期热分析至关重要。

精确预测结温并不是一项简单的任务。许多因素都会成为影响热力学行为的数据输入。只有在设计完成后才能准
确地获知一些关键数据输入（例如 PCB 布局），因此这个问题变得更具挑战性！如果无法可靠地预测热属性，系

统设计人员可能会陷入低效循环；在这个循环中，失败的设计会导致以迭代方式进行重新设计，这是一场无谓的

持久战。

为了避免设计时间冗长、开发成本高昂和系统不可靠性，系统设计人员必须了解如何快速了解系统信息并确定系

统的热属性。

本应用报告确定并揭秘了系统元件和其他为热分析引擎提供输入的不太明显的量。介绍了该引擎的部件，并说明

了其功能。当温度数据可用时，该引擎的输出有助于实现高效的系统设计。
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2 了解实现解决方案的流程和方法

ABS 系统的热分析是设计和验证过程的重要组成部分。与大多数复杂问题一样，将任务分解成更小的部分有助于

简化和阐明过程。

首先，必须确定关键 IC 和系统规格以提供定量数据输入。其次，使用系统输入进行计算以求出电流、时间和功

率。第三，必须识别并分析印刷电路板 (PCB)、散热器、塑料模块外壳和其他硬件元件，以便计算硬件数据输

入。第四，热仿真软件工具可用于将系统的配置转换为热量和温度数据。最后，当产生的热量和温度数据与每个

系统元件（包括 TPIC7218-Q1）的指定限值进行比较时，环路闭合。

要获得本文档的完整版本，请在 TI 客户支持中心提交申请单。
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3 修订历史记录

Changes from Revision * (April 2011) to Revision A (April 2023) Page
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式.........................................................................................1
• 更新了整个数据表的联系信息.............................................................................................................................3
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